
Intel Agilex® 5 FPGA & SoC FPGA： 
高性能、低消費電力、フォームファクターの
小型化が求められるミッドレンジ・ 
アプリケーションに最適な FPGA 製品

概 要
エッジからコア、 さらにはデータセンターまで、 多様な市場における急速な変化により、 ソリュー
ション・プロバイダー、アプリケーション開発者、業界、企業は、かつてないスピードで大規模なイ
ノベーションを実現することを求められています。 その結果、エッジでは組込みデバイスによるほ
ぼリアルタイムに処理された情報の提供、ネットワーク・コアではネットワーク機能仮想化（NFV）
による大量のデータの集約と処理、またデータセンターにおいては分析、メモリー、ストレージの
要件拡大への対応が急務となっています。 ネットワークのエッジからコアを経由して、データセン
ターに到達するまでのあらゆるポイントで今、インフラストラクチャーにはデータが氾濫しつつあ
るのです。 すべての市場セクターが一斉にこのようなデータの構造化と処理を推進し、その変化の
スピードが増した結果、柔軟性に対する要求も高まっています。

人工知能（AI） やマシンラーニング （ML） のアルゴリズムを使用するワークロードなど、演算負荷
の高いワークロードがデータセンターからネットワークのエッジへとますます移行するようになり、
エッジではシステムレベルの厳しいレイテンシー要件を満たすために、ローカルでの同時処理と
分析が必要となっています。 同時に、多くの組込み / エッジ・アプリケーションで消費電力の制約
が厳しくなる中、採用する実装テクノロジーには、性能特性の要件を満たしながら、高い電力効率
も求められます。

2019 年にインテルは、 Intel Agilex® 7 FPGA & SoC FPGA（旧 Intel Agilex® FPGA） を発表し
ました。 このリリースの目的は、コア・ネットワークやデータセンターに求められる大容量と極め
て高い性能要件への対応です。 Intel Agilex® 7 デバイス・ファミリーの最初の製品となった F シ
リーズ /I シリーズは、インテルの（当時）最先端の 10nm SuperFin プロセス技術を使用して構築
されました。 2022 年にインテルが発表した Intel Agilex® 7 FPGA M シリーズは、現在の最先端
である Intel 7 プロセス技術を使用して構築されています。 M シリーズは、F シリーズ /I シリーズの
機能をベースに拡張され、インパッケージ広帯域幅メモリー（HBM）、外部 DDR5 SDRAM へのイン
ターフェイス、ハード・ネットワーク・オン・チップ （NoC） を提供することでメモリー帯域幅を最大
化しています。

Intel Agilex® 7 デバイス・ファミリーが市場に極めて広く受け入れられたことから、 インテルは
イノベーションを継続し、 Intel Agilex® 7 デバイスの高性能機能を新しいミッドレンジの Intel 
Agilex® 5 FPGA & SoC FPGA へと拡張しました（図 1）。 新しい Intel Agilex® 5 デバイス・ファミ
リーは、パフォーマンスに最適化した D シリーズから消費電力に最適化した E シリーズまで、すべ
てが Intel 7 プロセス技術で製造されます。 モノリシック構造を採用し、ロジックエレメント （LE）
数の点でも、物理的なパッケージの点でも小型化され、これによって組込み / エッジ・アプリケー
ションの要件を満たすために必要な優れたワット当たり性能を実現しました。
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組込み / エッジの課題
さまざまな企業や業界が IoT とそのコネクテッド・デバイスに関与する
ことで、その市場規模は 2020 年までに約 310 億米ドル規模に達するこ
とが見込まれています。1 ネットワーク・エッジでは、より多くのデータが
生み出され、処理され、送信されます。 構造化 / 非構造化データを活用し、
ほぼリアルタイムでインサイトを生み出すことが求められています。 フィ
ルター処理されていない生データをエッジで処理し、それを構造化して、
ディープラーニング推論を実行するには、 新たなレベルの性能、 容量、
柔軟性が必要となります。

溢れる膨大なデータ

世界中でデジタル化とコネクテッド化が日々進み、 24 時間 365 日、
大量の新しいデータが生成されています。 このデータをすべて分析し
てそこから価値を引き出し、 実用的なインサイトを生み出すことが競
争においては不可欠です。 ビッグデータの時代に入った今、その世界は
刻々と拡大し、複雑化しています。 にもかかわらず、広く引用されている
Forrester Research のレポートでは、 「現在、企業が分析しているのは
利用可能なデータの 12% に過ぎない」 と報告されています。 2

IDC によると、2020 年には 64.2 ゼタバイト （ZB） のデータが生成され
たものの、そのうち 2021 年まで保存または保持された割合は 2% に届
いていません。3 2020 年から 2025 年にかけて、 23% の複合年間成長
率（CAGR） で新しいデータが生成された場合、 2025 年までには年間
約 175ZB のデータが生成されると IDC は予測しています。4 分析すべき
データが十分すぎるほどあることは明らかです。 必要なのは、 このデー
タを分析して実用的なインサイトを引き出し、その分析結果から付加価
値を生み出すための、より効率的かつ迅速な方法です。 このデータ分析
には、 データタイプの急速な多様化に対応し、 人工知能（AI） やマシン
ラーニング （ML） などのテクノロジーを含め、新しいデータ分析のアル
ゴリズムと手法を実装できる高度な機敏性と柔軟性が求められます。

安全性と信頼性の要件

機能安全（FuSa） とは、電気 / 電子（E/E）システムの誤動作に起因する
危険による不合理なリスクが存在しないことと定義されています。 機能
安全のミッションは、電子システムの障害によって人命に危害を及ぼさ
ないことです。 特に、機能安全の目標は、直接、間接（化学薬品による環
境汚染など） を問わず、人命に影響を与えかねない、容認できないリス
クを排除することにあります。 機能安全では、システム障害（設計バグや

製造プロセス、運用手順、ドキュメントの不備に関連する障害） と不規
則なハードウェア障害（ハードウェア要素の耐用期間中に発生する予測
不可能な障害や物理現象による障害） に対処します。

IEC 61508 規格に基づく FuSa 標準規格では、 安全度水準（SIL） が 4
段階で定義されています。 製造工程の大部分で経済的に実現可能な最
高レベルの安全度水準は SIL3 です。

柔軟な I/O へのニーズ

組込み / エッジベースのシステムには、さまざまなインターフェイス特性
をもつ幅広い種類のセンサーと相互に接続しなければならないという
側面があります。 また、このようなシステムはアプリケーション・プロセッ
サー（AP） など、複数のシリコンチップで構成されることが多く、シリコン
チップごとに電気的インターフェイスと通信プロトコルが異なることも
あります。

そのため、多様なインターフェイス規格に対応するシングルエンドの差
動 I/O を備えた高速の汎用 I/O（GPIO）バンク、 レガシーデバイスとの
インターフェイスをサポートする高電圧 I/O バンク、イーサネットや PCI 
Express（PCIe） など、 さまざまなシリアル・インターフェイス規格に準
拠する高速 SerDes トランシーバーを実装できる、FPGA のようなデバ
イスが必要です。

最適な電力効率と性能のニーズ

組込み / エッジの開発者がサービスやソリューションを拡大するにつれ
て、データが生成、処理、転送、または格納される場所に関係なく、デー
タ処理のより詳細なカスタマイズが必要になります。 こうした高度な処
理には、最適な電力効率と性能を備え、目的に特化した機能が求められ
ます。

プログラム可能なロジックデバイスである FPGA は、その本質にある柔
軟性から、ほぼすべての種類のプロセシング・アーキテクチャーを実装
する特性を備え、30 年以上にわたり高度なデータ処理システムの最前
線に位置しつづけています。 その過程で、高速オンチップメモリー、高速
シリアル・トランシーバーに加え、デジタル信号処理（DSP）機能、高速
SDRAM メモリー ・コントローラー、マルチコア・マイクロプロセッサー ・
システムなどのハード IP ブロックという、いくつもの強力な機能を蓄積
してきました。

図 1. 組込み / エッジ・アプリケーションに最適な Intel Agilex® 5 デバイス・ファミリー。

組込み /エッジ コア （ネットワーキング /5G） データセンター

Intel Agilex® 5 FPGA
（D シリーズ、 E シリーズ） Intel Agilex® 7 FPGA

（F シリーズ、 I シリーズ、 Mシリーズ）
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Intel Agilex® 5 FPGA & SoC FPGA の登場
最初の Intel Agilex® 7 FPGA & SoC ファミリーは、 2019 年初めに市
場に投入されました。 当時、EEJournal の創設者兼編集長である Kevin 
Morris 氏は、 「Intel Agilex® デバイスは、 FPGA テクノロジーの進化の
過程における重要なマイルストーンであり、あらゆる当事者に相当な価
値のあるさまざまな新機能をもたらす」 と書いています。5 これらの新機
能が持つアドバンテージを市場が認識し、 Intel Agilex® 7 デバイスは
大きな成功を収めました。 この進化するアーキテクチャーをさらに幅広
い市場へ展開し、 FPGA 本来の性能と同様に、 電力効率（ワット当たり
性能） とデバイスサイズの小型化を重視する分野にも目を向けたことが、
Intel Agilex® 5 デバイス・ファミリーの開発につながっています。

Intel Agilex® 5 デバイスでは、 アップグレードされたハード・プロセッ
サー ・ システム （HPS）、 AI Tensor ブロックを備えた拡張 DSP、 MIPI 
I/O のサポート、 タイム・センシティブ・ネットワーキング （TSN）コント
ローラーのハードウェア実装など、数多くの新機能が盛り込まれました。
これらの機能により、性能、低消費電力、ボードレベルのフットプリント
の縮小が求められるミッドレンジの FPGA アプリケーションに最適なデ
バイスとなっています。

インテルは自社の製造能力を Intel Agilex® 5 デバイス・ファミリーに
活かし、 これまで提供してきたデバイス製品よりも小規模なロジック
集積度で消費電力を抑えた、 小型のフォームファクターを実現しまし
た。 Intel Agilex® 5 デバイスは、 Intel 7 プロセス技術で製造されてい
ます。 Intel 7 は、 第 12 世代インテル® Core™ プロセッサーや第 4 世代
インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーなど、インテルが CPU の
製造に採用しているものと同じ、最先端のプロセス技術です。

Intel Agilex® 5 FPGA & SoC FPGA は、第2世代インテル® Hyperflex™ 
FPGA アーキテクチャーや SmartVID 電源管理テクノロジーなど、プロ
グラマブル・ロジック・ファブリック内で性能を大幅に向上させ消費電
力を削減する数多くの実績ある強力なアーキテクチャーを、初期の Intel 
Agilex® 7 デバイス・ファミリーから継承しています。 インテルは Intel 7
プロセス技術によって、 28Gbps トランシーバーや柔軟性の高い汎用
I/O バンクなどの高速 I/O 回路と、プログラマブル・ロジック、ハード化
された IP ブロックを統合して、 すべてを単一のモノリシック・シリコン・
ダイに組み込んだプログラマブル・ロジック・デバイスを製造できます。
Intel 7 プロセス技術にはさらにもう 1 つ、 高速 I/O バンクと 3.3V での
動作に対応できる高電圧 I/O バンクの両方を Intel Agilex® 5 デバイス
に実装できるという優位な特長もあります。 これらの機能が組み合わさ
り、Intel Agilex® 5 デバイスは、小規模な集積度および小型パッケージ
で、電力効率に優れた性能を発揮できるのです。

さらに Intel Agilex® 5 デバイスでは、 Intel Agilex® デバイス ・ ファミ
リーで初となる複数のハード IP ブロックを内蔵しました。 これには AI 
Tensor ブロックを備えた拡張 DSP、TSN コントローラー、MIPI インター
フェイス、 2 つの Arm Cortex-A76 プロセッサー ・ コアと 2 つの Arm 
Cortex-A55 プロセッサー ・コアを含むアップグレードされた HPS が含
まれます。

これらの新しいハードウェア機能に高性能かつ低消費電力のプログラ
マブル・ロジック・ファブリックを組み合わせることで、 Intel Agilex® 5 
デバイスはミッドレンジの FPGA アプリケーションに最適な選択肢と
なっています。 その範囲は、無線 / 有線通信、ビデオ / オーディオ放送機
器、産業用アプリケーション、テスト / 計測製品、医療用電子機器、防衛 /
航空宇宙用途など幅広い組込み / エッジ市場にわたります。

組込み / エッジ・アプリケーションに最適化された 
アーキテクチャー
Intel Agilex® 5 デバイス ・ ファミリーのプログラマブル ・ ロジック ・
ファブリックでは、 高性能な Intel Agilex® 7 デバイス・ファミリーと基
本的に同じアーキテクチャーを使用しています。 例えば、 同じ第 2 世代
インテル® Hyperflex ™ FPGA アーキテクチャーが、 プログラマブル ・
ファブリック全体でハイパーレジスターを使用して、スループットと性能
を最大化し、消費電力を最小限に抑えます。 これらの高度な機能をミッ
ドレンジの FPGA 領域にもたらすのが、 Intel Agilex® 5 FPGA & SoC 
FPGA です。

幅広い接続オプション

Intel Agilex® 5 デバイスは、 組込み / エッジ・アプリケーションで使用
される機器に必要なほぼすべての I/O タスクを処理できる、次のような
多数の I/O 機能も備えています。

•	� イーサネットや PCI Express（PCIe）4.0 など、 さまざまなインター
フェイス規格に準拠する、 28.1Gbps のデータレートで動作する高速
SerDes トランシーバー

•	� 1.05V/1.1V/1.2V LVCMOS など多様なインターフェイス規格に対
応するシングルエンド I/O、 LVDS/MIPI D-PHY アプリケーションで
の差動 I/O、 DDR4/LPDDR4/DDR5/LPDDR5/QDR-IV SRAM 用
ハード・メモリー ・コントローラーなど、主要な I/O 機能を備えた高速
汎用 I/O（GPIO）バンク

•	� レガシーデバイスとのインターフェイスをサポートし、最大3.3V のシン
グルエンド LVCMOS 電圧レベルに対応する高電圧 I/O バンク

図 2. �最先端の Intel 7 プロセス技術によって、 プログラマブル・ロジック・ファ
ブリック、ハード・プロセッサー ・システム、高速 / 高電圧 I/O ポート （HSIO/
HVIO）、高速シリアル・トランシーバーを内蔵した Intel Agilex® 5 デバイ
スを製造。

HPS 専用 I/O
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さらに、Intel Agilex® 5 FPGA & SoC FPGA には、Intel Agilex® FPGA
ファミリーに新たに追加された次のようなハード IP エレメントが組み
込まれています。

アップグレードされた HPS

Intel Agilex® 5 SoC FPGA によって、 アップグレードされた HPS が
Intel Agilex® デバイス・ファミリーに導入されました。 このアップグレー
ドされた HPS には、 2 つの 32/64 ビット Arm Cortex-A76 プロセッ
サー ・コアと 2 つの 32/64 ビット Arm Cortex-A55 プロセッサー ・コア
が組み込まれています。 HPS 内の Arm Cortex-A76 コアは 1.80GHz
のクロック速度で動作し、 Arm Cortex-A55 コアは 1.50GHz のクロッ
ク速度で動作します。 このアップグレードされた HPS には、システム全
体のハードウェア仮想化を可能にするシステム・メモリー ・マネジメント・
ユニット （MMU） が含まれます。

また多様な I/O 要件を満たす、 さまざまなハード ・ ペリフェラル IP ブ
ロックも組み込まれました。 Intel Agilex® 5 SoC FPGA に実装された
HPS 内で使用するプロセッサー ・コアは、 Arm の DynamIQ マルチコ
ア・プロセッサー ・テクノロジーを採用したことで、ソフトウェアで Arm 
Cortex-A76 CPU と Cortex-A55 CPU を組み合わせ完全に統合され
た 1 つのプロセッサー ・クラスターを作成することが可能となり、ネット
ワークのエッジからコアまで、ポータブルデバイスからインフラストラク
チャー機器に至るアプリケーションに、消費電力と性能のさらなるメリッ
トがもたらされます。

高速モノリシック・トランシーバー

Intel Agilex® 5 デバイスは、 1Gbps ～ 28.1Gbps データレートの非ゼ
ロ復帰方式（NRZ）高速トランシーバーを搭載しています。これらのトラン
シーバーは低レイテンシーで、長距離バックプレーンなど幅広い用途に
最適化されました。

AI Tensor ブロックを備えた拡張 DSP

Intel Agilex® 5 デバイスのプログラマブル・ロジック・ファブリックに
組み込まれた DSP ブロックは、Intel Agilex® 7 デバイス・ファミリーの
可変精度 DSP ブロックの設計を継承しています。 これらの機能に加え
て、 Intel Agilex® 5 デバイスの DSP ブロックには、 インテル® Stratix® 
10 NX FPGA に使用されている AI Tensor ブロックから派生した機能

も追加されました。 なお、この新しい DSP ブロックは完全にゼロから再
設計することで、同じダイ面積を維持しながら前世代の DSP ブロックに
比べて 5 倍の性能向上を実現し（表 1 を参照）、ワット当たり性能を大幅
に向上しています。

この AI Tensor ブロックを備えた拡張 DSP により、 AI 用の Tensor 演
算と、高速フーリエ変換（FET） や複雑な有限インパルス応答（FIR）フィ
ルターなどの信号処理アプリケーションで複素数の演算を行う、新しい
2 つの重要な動作が加わります。

 

 
 

表 1. �AI Tensor ブロックを備えた拡張 DSP により、 AI と DSP の演算密度が 
1 ケタ向上。

用途 乗算器

DSP ブロック当たりの演算能力

性能向上の
割合これまでの 

Intel Agilex®  
デバイス

AI Tensor 
ブロックを備えた 

拡張 DSP

AI、
信号処理　

INT8 4x 演算 20x 演算 5倍

INT9 4x 乗算 6x 乗算 1.5倍

信号処理　
16ビット
複素数
乗算

2x DSP
ブロックが

必要

1x DSP
ブロック 2倍

1 つ目の動作モードは、 INT8 Tensor モードで AI 機能を拡張し、 AI 
Tensor ブロックを備えた 1 つの拡張 DSP 内で 20 の INT8 乗算を行い
ます。 これは Intel Agilex® 7 デバイス・ファミリーと比べて 5 倍の INT8
演算密度です。 この Tensor モードでは INT32 と FP32 をカスケード
接続して累積する 2 列の Tensor 構造をとり、 またブロック浮動小数点
指数にも対応するため、推論の精度と低精度の学習処理が向上します。
さらに、 可変精度 DSP 機能の AI 性能も強化されました。 ベクトルモー
ドは 4 つの INT9 乗算器から 6 つの INT9 乗算器へとアップグレードし
ています。 いずれのモードも、 AI 中心の Tensor 演算やさまざまな DSP
アプリケーションに極めて有用です。

2 つ目の新モードは複素数の演算を行う動作モードで、複素数の乗算を
実行する場合に Tensor ブロックのパフォーマンスが 2 倍に向上します。
これまで複素数の乗算には 2 つの DSP ブロックが必要でしたが、 この
新しい Intel Agilex® 5 デバイス・ファミリーでは、16 ビット固定小数点
の複素数乗算を 1 つのブロック内で実行できるようになります。

図3. �Intel Agilex® 5 SoC FPGA の HPS には、2つの Arm Cortex-A76プロセッサー ・コア、2つの Arm Cortex-A55プロセッサー ・コア、
多様な I/O 要件を満たすさまざまなペリフェラル IP ブロックを実装。
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タイム・センシティブ・ネットワーキング

タイム・センシティブ・ネットワーキング （TSN） は、IEEE 802.1ワーキン
ググループの Time-Sensitive Networking タスクグループによって策
定された一連の規格群です。 これらの規格は、確定的なイーサネット・ネッ
トワークを介する時間的制約のあるデータ伝送のメカニズムを定義し
たものであり、IoT デバイスからサーバー、そしてその間にあるものまで
すべてのシステムを同期するために、ネットワーク全体にわたるアプリ
ケーションで必要とされます。

Intel Agilex® 5 デ バ イ ス の ハ ー ド ・ イ ー サ ネ ッ ト MAC は、 IEEE 
802.1AS-2020、Qav、Qbv、Qbu、IEEE 802.3br の各規格に準拠する
TSN エンドポイント機能を実装しています。 これまで TSN はプログラ
マブル・ロジックに実装されていましたが、現在では TSN が広く利用さ
れるようになっており、Intel Agilex® 5 デバイスのハード・イーサネット
MAC に TSN 機能を直接組み込むのが理にかなっていると考えられて
います。

MIPI D-PHY

Intel Agilex® 5 デバイスには、動画アプリケーションを幅広くサポート
する MIPI IP が組み込まれています。 この IP は、MIPI の標準リファレン
ス ・ チャネルでは 3.5Gbps、 MIPI の長いリファレンス ・ チャネルでは
2.5Gbps のデータレートで MIPI D-PHY v2.5 規格に対応します。

また、MIPI D-PHY の高速 / 低消費電力シグナリング・モードへの対応に、
外部コンポーネントを必要としません。 MIPI IP の D-PHY 実装では、
MIPI のカメラ・シリアル・インターフェイス （CSI）バージョン 3.0 とディ
スプレイ・シリアル・インターフェイス （DSI）バージョン 2.0 に対応して
います。

機能安全

Intel Agilex® 5 FPGA & SoC FPGA の製造には、厳しい品質管理の手
順とプロセスを採用しています。 インテルのツール、 手法、 IP の機能安
全は、信頼できる独立した外部レビュー団体である TÜV Rheinland に
よって認証が行われます。 TÜV Rheinland は、世界トップレベルの評価 /
審査サービス・プロバイダーの 1 つであり、 TÜV は、 インテルのシステ
ムとツール、 記載された手法が、 SIL3 までのセーフティー ・アプリケー
ションでの使用に適しているかどうかを独自に検証します。

Intel Agilex® 5 製品ファミリーの選択肢
Intel Agilex® 5 製品ファミリーには、D シリーズと E シリーズが含まれ、
FPGA（HPS なし）、 SoC FPGA（HPS あり） と、 幅広い選択肢が用意さ
れています。

D シリーズのデバイスは、ネットワークや動画 / ビジョンなど、高性能で
ありながら低集積度のアプリケーションをターゲットにした、 業界トッ
プレベルのワット当たり性能を誇るファブリックを提供します。 例えば、
D シリーズデバイスは同等の E シリーズデバイスと比べて DSP/M20K
の比率が高く、ファブリック速度が高速です。 D シリーズデバイスの特長
として、次のようなものを挙げることができます。

•	� Intel Agilex® 7 FPGA（F シリーズ /I シリーズ） と同等の性能を、15%
低い消費電力（集積度に正規化） で実現

•	� インテル® Stratix® 10 FPGA と比較して最大40% 低い総消費電力

•	� インテル® Stratix® 10 FPGA と比較して最大1.5倍のファブリック性能

•	� AI Tensor ブロックを搭載した初のミッドレンジ・アプリケーション
向け FPGA

E シリーズデバイスは I/O 接続に最適化されており、高度な次世代機能
によって、消費電力、スペース、コストが重視される組込み、エッジ、IoT
のアプリケーションに、クラス最高の電力効率を提供します。 E シリーズ
デバイスの特長として、次のようなものを挙げることができます。

•	� 前世代の製品よりも柔軟性が高く、 極めて多機能な I/O の幅広い
選択肢

•	� Cyclone® V FPGA と比較して最大 50% 低い総消費電力、 最大 2.5
倍のファブリック性能

•	� インテル® Arria® 10 FPGA と比べて最大 39% 低い総消費電力、最大
34% 高いファブリック性能

•	� AI Tensor ブロックを搭載した初のエッジ最適化 FPGA

Intel Agilex® 5 FPGA & SoC FPGA の 
アプリケーション開発を促進
Intel Agilex® 5 デバイスの設計開発サポートは、 複数のオプションに
よって提供されます。 1 つ目はインテル® Quartus® Prime 開発ソフト
ウェアです。 このツールは、デザインエントリー、論理合成から、最適化、
検証、シミュレーションまで、インテル® FPGA と SoC FPGA のデザイン
に必要なすべてを備えています。 大幅に性能向上したインテルの最新世
代のデバイスは、 次世代デザイン設計の要求を満たす最適なプラット
フォームを設計者に提供します。

さらにインテルは、ソフトウェア開発者に FPGA 開発の機会を提供して
おり、 OpenVINO™ ツールキットを皮切りに、 oneAPI ツールキットを
継続的に提供しています。 インテルの oneAPI 開発環境は、 CPU、 グラ
フィックス・プロセシング・ユニット （GPU）、ニューラル・プロセシング・
ユニット （NPU）、FPGA、その他のアクセラレーターの多様なコンピュー
ティング・エンジンのプログラミングを簡素化します。 oneAPI プラット
フォームには、最適化されたアプリケーション、ミドルウェア、フレーム
ワークの最適なアクセラレーションを可能にする、ハードウェアにソフ
トウェアをマップするための開発ツールの包括的な統合ポートフォリオ
が含まれています。

oneAPI ベース・ツールキット用インテル® FPGA アドオンによって、さら
に多くの設計者が Intel Agilex® 5 FPGA を利用できるようになります。
oneAPI ツールキットを使用すると、開発者はハードウェアの多様な選
択肢を対象としてデザインのさまざまな実装を検討できるので、各実装
の電力機能と実行機能を理解したうえで、 最終的には具体的なニーズ
に最適なハードウェアを選択できるようになります。

ユースケースの例
Intel Agilex® 5 デバイスは、 データが生成、 転送、 格納、 処理される場
所に関係なく、さまざまな組込み / エッジ・アプリケーションのアクセラ
レーションとコンピューティングのニーズをターゲットとし、特定の市場
セグメントやアプリケーションに合わせたカスタマイズが可能です。

なお、Intel Agilex® 5 デバイスは主に組込み / エッジ・アプリケーション
を対象としていますが、コア・インフラストラクチャーやデータセンター ・
アプリケーションにも利用できます。

Intel Agilex® 5 FPGA D シリーズがターゲットとするユースケースには、
工業生産、放送、医療、コンシューマー向け機器、テスト / 計測、防衛、航
空宇宙、行政といった幅広い分野にわたる組込みアプリケーションに加
えて、有線 / 無線通信（次世代無線、I/O 拡張、ASIC コプロセシング） や
クラウド・インフラストラクチャー（システム管理コントローラー、信頼
の基点） なども含まれます。
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Intel Agilex® 5 FPGA E シリーズの用途としては、 工業（カメラ ・ イン
ターフェイス、 産業用ドライブ、 ロボット・コントローラー、 プログラマ
ブル・ロジック・コントローラー（PLC）、 IoT 4.0 ゲートウェイ、 エッジ・
コンピューティング）、 有線 / 無線（Sidecar ボード ・ コントローラー、
コントロール OTN、 I/O ブリッジ）、 放送 / 医療（インタラクティブ・ホワ
イトボード、AV ネットワーキング、カメラ / ビデオ、超音波 / レントゲン /
MRI/ 内視鏡 / 腹腔鏡）、 テスト / 計測 / 小売（ディスプレイ自動テスト
装置、 端末デバイス （パーキングメーター、 照明、 環境センサー）、 マル
チカメラ・システム、映像解析） などがあります。

まとめ
Intel Agilex® 5 FPGA & SoC FPGA は、業界最先端の Intel 7プロセス
技術が実現する電力効率と性能効率により、低消費電力と高性能を必
要とする幅広いアプリケーションに最適化されています。 Intel Agilex® 
5 製品ファミリーのデバイスには、エッジ / コア・アプリケーション向け
のシステムを開発するために必要となる次のような多彩な機能が備わっ
ています。

•	� 25Gbps イーサネット・ポートに対応する、最大 16 本の 28.1Gbps シ
リアル・トランシーバー

•	� PCIe 4.0 x8など、広帯域幅プロセッサー ・インターフェイス・インター
コネクト

•	� DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 SDRAM をサポートするスケーラ
ブルな統合メモリー ・コントローラー

•	� 最大40TFLOPS 実行できる可変精度 DSP または AI Tensor ブロック

•	� ビットストリーム暗号化用 Advanced Encryption Standard（AES）
暗号化をハードウェアでサポート

•	� 1.80GHz のクロック速度で動作する 2 つの Arm Cortex-A76 プロ
セッサー ・ コアと、 1.50GHz のクロック速度で動作する 2 つの Arm 
Cortex-A55 プロセッサー ・コアを組み込んだ HPS

•	� FPGAファブリックへの実装を高速化する第2世代インテル® Hyperflex™ 
FPGAアーキテクチャー

•	� レーン当たり最大3.5Gbps の MIPI D-PHY v2.5、シリアル・デジタル・
インターフェイス （SDI）、DisplayPort、高精細度マルチメディア・イン
ターフェイス （HDMI） など、複数の高速ビデオ I/O 規格をサポート

•	� 1.05V ～ 1.3V の電圧レベルに対応する高速 I/O（HSIO）ポートと、
1.8V ～ 3.3V の電圧レベルに対応する高電圧 I/O（HVIO）ポート

これらの機能をすべて組み合わせ、ハードウェア、ソフトウェア、IP、リファ
レンス ・ デザインから成る包括的なツールキットを提供し、 組込み /
エッジ・アプリケーションのシステム開発者が設計で直面する膨大な
量の課題に取り組めるようサポートします。 Intel Agilex® 5 FPGA & 
SoC FPGA の詳細については、次のリソースをご参照ください。 または、
インテル販売代理店までお問い合わせください。

詳細情報
•	 Intel Agilex® 5 FPGA & SoC FPGA のウェブサイト

•	 Intel Agilex® 5 FPGA & SoC FPGA の製品一覧

•	 Intel Agilex® 5 FPGA E シリーズのソリューション概要
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